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功能整合的先進電子構裝技術

隨著手持式電子行動裝置的盛行，在輕量薄型及多功能整合的需求下，此類資通訊電子產品所

面臨的構裝問題，已成為現代新型構裝產業及技術的重要課題。在有限的空間下，要擠入更多的功

能元件及電路，已經不完全是構裝密度的問題了。現有終端應用電子產品要求更高速及高容量的傳

輸，高頻元件及電路的需求也隨之而起，構裝密度的大幅提升，除了往三度空間發展外，因為構裝

積集度的增加，而引起的元件及載板散熱也必須要面對與解決。因此，現階段先進電子構裝必須由

設計、製程、材料三個面向同時考量，才有可能解決現有高密度及功能整合的構裝需求。

三次元的晶片堆疊構裝已被認為是下一世代電子構裝技術的必要選項。這是因為以 3D方式的

構裝最能利用空間，可以換取到最高的構裝密度。藉由晶片對晶片、晶片對晶圓或晶圓對晶圓的接

合方式，以高效率構裝達成構裝密度提升的目的。 3D IC的構裝技術重點在於晶片或晶圓間的接合

良率，本專題將有專文描述一具高良率的 3D IC組裝製程及其接點可靠度評估，可讓讀者對此構裝

技術的重點有深入的了解。除了構裝密度外，功能性的構裝需求也是今後技術發展的趨勢，本專題

也針對構裝的散熱問題，尤其是現今熱門的車用功率模組，由模組的設計觀點到應用熱管理技術，

如何達到低成本、高品質及高可靠度的需求，這對於未來高功率構裝的發展，提供了一個具參考價

值的實例。高頻高速化是現代新型構裝必備的功能，在高頻材料端已有不同的解決方案，只是在高

頻的電氣特性量測技術上卻一直存在著精確性的問題，業界及研究單位的量測技術及方法很多，但

缺乏統一的標準方法及規範，因此常造成高頻電氣特性在判斷及比較上的盲點。本專題藉由工研院

電光所多年來在科專計畫所支持的高頻設計及材料研發，建構一套完整的高頻材料電氣特性量測擷

取流程，可精確地得到材料的高頻電氣特性，做為先進構裝高頻設計與材料選擇的依據，是一功能

很強的分析工具，可以給業界做高頻構裝設計參考之用。 311日本東北強震，除了造成生命財產的

損失外，也對上游材料及關鍵零組件的供應產生重大影響，其中半導體構裝產業的關鍵材料 IC載

板材料，因供應商位處災區，而對載板材料的供給產生巨大的衝擊。專題中藉此地震來觀察 IC載

板及材料市場與技術趨勢，並深入了解如何藉由此震災，找出我國 IC載板材料的發展之道。

先進的電子構裝技術已不再侷限於傳統維持訊號輸入輸出、機械性的保護、熱的傳遞等功能，

隨著構裝密度提高及功能整合的需求，電子構裝技術已逐漸走向系統化，在 SoC(System on Chip)理

想構裝尚未達成之前，包含三維 IC堆疊及功能載板的系統構裝(System in Package; SiP)將會成為現

代構裝的主流，而這樣的新概念構裝勢必結合新材料、新設計及新製程，與現有的電子構裝思維是

有很大的差異，希望本專題可以將這樣的訊息傳達給大家。


